
で実現されるため，高精度なダイヤモンドの微細加工技術が重要となる。シリコンLSI（Large Scale Integrated circuit）など半導体分野でに開発した，1）誘導結合プラズマ（Inductively Coupled Plasma：ICP）を用いた高速，高選択性のエッチング技術，2）酸化ゎ ぶ ッラ










